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No-clean, halogenfreies, klebriges Flussmittelgel

Beschreibung:

Interflux® IF 8300 ist ein no-
clean, halogenfreies, klebriges
Flussmittelgel.

Das Flussmittel hat harzartige
rheologische Eigenschaften. Es
ist verfigbar in verschiedenen -
Viskositaten filir verschiedene An- f
wendungen. -

The IF 8300-Serie kann mittels
drucken, dispensen oder mit der
Blrste aufgetragen werden.

Die IF 8300 Flussmittelgelserie
ist kompatibel mit bleihaltigen

und bleifreien Legierungen. Physikalysche und chemische Eigenschaften

. Konsistenz 1 viskos
IF 8300 weist gute Benetzung '
auf den Uiblichen Oberflachenbe- Farbe : gelblich
schichtungen auf wie OSP, NiAu, Geruch : siB, mild
I-Sn...usw. Halogengehalt : kein

pH (5% aq.sol) 3

Die Rickstande sind minimal und IPC/ EN : RELO

transparent und miussen nicht
gereinigt werden.

Eigenschaften

IF 8300 IF 8300-4 IF 8300-6
Flammpunkt 158 °C 144 °C 137 °C
Wasserloslichkeit nicht I6slich nicht I6slich nicht I16slich
Selbstentziin- > 370 °C > 370 °C > 370 °C
dungspunkt
Dichte 1,032 g/ml 1,020 g/ml 1,013 g/ml
Viskositat bei 20
oC + 210.000 cPs + 70.000 cPs + 25.000 cPs
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Eigenschaften
e Absolut halogenfrei

e Klassifizierung gem-
maB IPC und EN: RE
LO

e Gute Benetzung auf
I-Sn, Ni/Au, OSP,
Ag/Pd,...
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Reflowprofil

Allgemeine Be-
schreibung

Allgemein wird ein Stu-
fenprofil empfohlen und
kann dann erforderlich
sein, wenn Temperatur-
unterschiede aufgrund
vieler, unterschiedlicher
Komponenten oder einer
groBen Leiterplatte aus-

zugleichen sind oder
wenn  Lunkerbildung,
falls anwesend auf

Grund von Materialkom-
bination reduziert wer-
den soll. Unter Luftbe-
dingungen ist es emp-

fehlenswert, das Profil
von Anstieg bis Tempe-
raturpeak unterhalb 300
Sekunden bzw. 5 Minu-
ten zu halten.

Die korrekte Forderge-
schwindigkeit errechnet
sich aus der Lange der
Heizzonen dividiert durch
die gewlinschte Prozess-
zeit. Lotprozesse unter
Stickstoff haben so gut
wie keine Einschrankun-

gen. Beim bleifreien
Reflow-Lotprozess st
speziell zu beachten,

dass die Komponenten

nicht Gberhitzen.

Dies gilt v.a. fur HeiBluft
- und IR-Ofen.

Wichtig ist, die Tempera-
turlimits der Komponen-
ten genau zu kennen

Empfehlenswert ist die
Durchfiihrung von Tem-
peraturmessungen mit
Hilfe von Thermoelemen-
ten. Dadurch werden die
unterschiedlichen Kom-
ponenten (groBe, kleine,
temperaturempfindliche
Bauteile) sowie auch de-

Profilmpfehlungen SnPb und SnPbAg Legierungen

Vorheizung
Ab Raumtemperatur mit

einem Temperaturan-
stieg von 1 - 3°C/s bis
auf zirka 150°C. Héhere
Geschwindigkeiten kon-
nen zu Risse in Kompo-
nenten fiihren. Die auf-
genommene Feuchtigkeit
in den Komponenten
muss genigend Zeit zum
Verdampfen haben.

°C

Stufenbereich (soak)
Bei Zirka 150°C wird ein

flacher Stufenbereich
benitzt um die Tempe-
raturunterschiede auf
der Leiterplatte aus-
zugleichen. Dieses Profil
kommt v.a. bei IR-Ofen
sowie bei Leiterplatten
mit vielen unterschiedli-
chen Komponenten und
ungleicher Cu-Verteilung
zur Anwendung.

Anstieg zu reflow
Von 150°C Bis
Schmelzpunkt.

Maximum 4°C/s wegen
unterschiedlicher ther-
mischer Ausdehnungs-
koeffizienten in den
Komponenten.

Reflow

Abhangig von den Bau-
teilspezifikationen, Ge-

ren Lage auf der Bau-
gruppe (seitlich, in der
Mitte, oder in der Nahe
von Warmefallen) er-
fasst. So erhalt man ein
ungefdhres Bild der
Temperaturverteilung
auf der Baugruppe im
Reflow-Lotprozess.

nerell von 205-230°C.
Zeit Uber Schmelzpunkt:
generell 30s-90s

Abkiihlung __ (cooling)
Die Abkihlrate sollte ma-
ximal -4°C/s betragen,
denn die unterschiedli-
chen thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten
der Komponenten kon-
nen zu Rissbildung fih-
ren.
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Profilempfehlungen SAC und SnAg Legierungen

Vorheizung (preheat)
Ab Raumtemperatur mit
einem Temperaturan-
stieg von 1 - 3°C/s bis
auf zirka 150°C fahren.
Hohere Geschwindigkei-
ten kénnen zu Risse in
Komponenten flhren.
Die aufgenommene
Feuchtigkeit in den Kom-
ponenten muss geni-
gend Zeit zum Verdamp-
fen haben.

Soak zone

Bei Zirka 170°C wird ein
flacher Stufenbereich
benltzt um die Tempe-
raturunterschiede auf
der Leiterplatte aus-
zugleichen. Dieses Profil
kommt v.a. bei IR-Ofen
sowie bei Leiterplatten
mit vielen unterschiedli-
chen Komponenten und
ungleicher Cu-Verteilung
zur Anwendung.

Ramp to reflow

Von 170°C bis
Schmelzpunkt.

Maximum 4°C/s wegen
unterschiedlicher ther-
mischer Ausdehnungs-
koeffizienten in den
Komponenten.

Reflow

Abhangig von den Bau-
teilspezifikationen, Ge-

nerell von 230-245°C.
Zeit Uber Schmelzpunkt:
generell 30s-90s

Abkiihlung (cooling)
Die Abkulhlrate sollte ma-
ximal -4°C/s betragen,
denn die unterschiedli-
chen thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten
der Komponenten kén-
nen zu Rissbildung fiih-
ren.
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Testergebnisse
gemaB EN 61190-1-2(2002) und IPC J-STD-004A

‘ Eigenschaft Ergebnis Methode

Chemisch
Kupferspiegeltest bestanden J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
qualitative Halogene
Silberchromate (ClI, Br) bestanden J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Saurerzahl mittels Titrierung 28,9 mg KOH/g

Klima

Oberflachenwiderstandstest( SIR) bestanden J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Gebinde:

Die IF 8300-Serie ist in den folgenden Gebinden verfligbar:

IF8300 IF8300-4 IF8300-6

5 cc Spritze mit und ohne StéBel 30cc Dose mit Blrste 30cc Dose mit Blrste
10 cc Spritze mit und ohne StéBel 1kg Eimer 1kg Eimer

30 cc Spritze mit und ohne StéBel

30 cc Dose

100 cc Dose

310 cc Kartusche

1 kg Eimer

Handelsname : BGA Gel Fluxes IF 8300 series, IF 8300, IF 8300-4, IF 8300-6

Haftungsausschluss
Diese Angaben beschreiben ausschlieBend die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stiitzen sich nach bestem Wissen auf den heutigen Stand

unserer Kenntnisse. Da Interflux® Electronics N.V. die vielen Moglichkeiten, unter denen die oben genannten Produkte eingesetzt werden konnen,
weder kontrollieren, noch beeinflussen kann, kann keine Garantie iiber die Verwendbarkeit gegeben werden. Die Anwender sind jeweils verpflichtet,
Tests zur Verwendbarkeit der Produkte fiir den jeweiligen Anwendungsfall in der eigenen Fertigungsumgebung durchzufiihren. Die Daten des oben
angegebenen Produktes stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewahrleistungsvorschriften dar und

erfolgen unverbindlich.
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